D A200 | Atzset

Komplettes Atzset, zur eigenen Herstellung gedruckter Schaltungen.
Ideal fiir den Einstieg in diese faszinierende Technik! Nach einiger Ubung ist man
in der Lage, Platinen herzustellen, die den professionellen kaum nachstehen. Mit
ausfuhrlicher, bebilderter Anleitung.
Enthalt: je 1 Arbeitsschale, Pinzette, Atzmittel, Entwickler, Fotopositive Platine,
Arbeitsanleitung, 3 kupferbeschichtete Platinen.

A200 | Etch - set

G Complete corrosive set, printed wirings to the own production. Ideal for
the getting in this fascinating technique! According to some exercise it is possible
to produce boards which hardly takes place to the professional ones. With detailed,
illustrated instructions.

Contains: 1 working bowl, forceps, corrosive, developer, photo-board, working inst-
ruction, 3 copper-clad boards.

E A200 | Juego caustico

Set de corrosion completo. Platina impresa para utilizarse en cualquier
proyecto. jldeal para incursionar en esta fascinante técnica! Debido a la experiencia
con este producto, hemos constatado que se pueden producir platinas que
dificilmente se encuentran a la venta en el ramo profesional. Con ilustraciones e
instrucciones detalladas.
Cada juego contiene: 1 bandeja de trabajo, pinzas, caustico, revelador, fotoplaca,
instruccion de trabajo, 3 placas con capa de cobre.

F A200 | Jeu corrosif

Set corrosif compléte. Cablages imprimée pour étre utilisé dans tout projet.
Idéal pour la incursions dans cette fascinante technique. Nous avons constaté que
peuvent se produire des Cartes électroniques qui se trouvent difficilement a la vente
dans la branche professionnelle. Avec des instructions détaillées et illustrées.
Chaque jue contient: 1 bol de travail, pincettes, corrosif, révélateur, photoplaquette,
instruction de travail, 3 plaquettes avec strate de cuivre.

A200 | Ets - set

N L Complete etsset, voor het zelf etsen van printplaten. Na enkele proeven is
men zelf in staat printen te etsen, die een professional evenaart. Compleet uitvoerig
voorzien van foto's.

Bevat: 1 werkschaal, pincet, etsmiddel, ontwikkelaar, fotoprintplaat, gebruiksaan-

weizing, 3 printpaten met koperlaagje.
R U A200 | Ha6op ars TpaBAEHUS NeyaTHbIX NAAT

MoAHbIi  Habop AAS COBCTBEHHOrO  MPOM3BOACTBA  NEYATHbIX
naat. MpeanbHO AN Hadyana paboTbl B 3TOM yBAEKaTeAbHOW TexHonoruu! lMocae
HEKOTOPOW MPaKTUKU Bbl CMOXETE NPOU3BOAMTL MAATbl, KOTOPbIE €ABA AW YCTyMnatoT
npodeccroHanbHbIM. C NOAPOBHON MAAOCTPUPOBAHHOM MHCTPYKLIMEN.
Copepxut: OAHY NAACTMAcOBYKD BaHHOUKY, MWHLUET, MOPOLLUOK AASl TpaBAEHUS,
NOPOLLIOK AASt MPOABAEHMS,0AHA GOTOMAATMHA, MHCTPYKLUMSA, 3 MEAHbBIN NAATHI
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D | Arbeitsanleitung zur Herstellung gedruckter Schaltungen
GB | Working instruction for manufacture of printed circuit boards

D | Schutzbrille, Gummihandschuhe

und Kunststoffpinzette verwenden!
GB | Use safety glasses, rubber gloves
and plastic forceps!

Arbeitsanleitung zur Herstellung gedruckter Schaltungen

1.) Das Basismaterial muss auf der Kupferseite sauber und fettfrei sein. Dazu
wird die Kupferseite mit einem Haushaltsscheuermittel oder mit einem Scheuer-
schwamm gereinigt, gespult und getrocknet.

2.) Die so gereinigte Oberflache darf nicht mehr mit den Fingern berihrt werden.
Die Leiterbahnen und L&taugen, die nach dem Atzen erhalten bleiben sollen, werden
jetzt mit einem Lackstift (z.B. Edding 3000, Edding 400 usw.) auf der Kupferseite
aufgezeichnet. Sie kénnen auch einen Pinsel mit einem anderen Lack (Nitrolack)
verwenden. Es eignen sich auch sehr gut Anreibe-Klebesymbole, die direkt auf die
Platine aufgerieben werden.

3.) Wenn die Platine soweit vorbereitet wurde, kann die Platine geatzt werden. Dazu
wird das beiliegende Atzmittel (A100), gemaf Anleitung, in ca. 0,5 | warmen Wasser
(ca. 50°C bis 60°C) aufgelést. Die beiliegende Arbeitsschale wird zur Halfte mit
Atzlésung gefullt, die Platine wird mit der Kupferseite nach oben hineingelegt. Das
Atzbad muss nun standig leicht bewegt werden, damit der Atzvorgang beschleunigt
wird. Wenn alle nicht benétigten Kupferflachen weggeatzt sind, wird die Platine aus
dem Atzbad genommen und unter flieBendem Wasser sorgféltig gespllt. Danach
wird der Lack von den verbliebenen Leiterbahnen wie unter 1.) beschrieben, mit
einem Haushaltsscheuermittel oder Schmirgelpapier abpoliert. Die Kupferbahnen
sind jetzt blank und I6tfahig.

4.) Jetzt kdnnen die Locher gebohrt werden. Die Platine kann jetzt bestlickt werden.

Working instruction for manufacture of printed circuit boards

1.) The copper side of the supporting board must be clean and fat free. Therefore,
the copper side has to be cleaned with a household cleaning powder or scouring
sponge, rinsed and dried.

2.) The surface cleaned in this way may not be touched any more with the fingers.
The strip conductors and lands for soldering which shall be maintained after
engraving will now be designed by means of a touch-up applicator (e.g. Edding 3000,
Edding 400 etc.) on the copper side. You may also use another pencil with another
lacquer (nitrocellulose lacquer). Adhesive symbols which are rubbed directly onto
the board are very suitable, too.

3.) If the board has been prepared so far, it can be engraved. For this purpose
dissolve the attached etchant (A100) in approx. 0,5 | of warm water (approx. 50°C
to 60°C) acc. to the instruction. Fill the enclosed working bowl to the half with
the etchant and place the board into with the copper side upward. Now the etch
bath has to be moved slightly and continuously in order to accelerate the etching

process. As soon as all copper surfaces which are not required are removed through
etching, take the board out off the etch bath and rinse thoroughly under running
water. Afterwards remove the lacquer from the remaining strip conductors by using a
household cleaning powder or abrasive paper as described in 1.). The copper tracks
are now blank and may be soldered.

4.) Holes can be drilled now and the board can be equipped then.

Instruccion de trabajo para la fabricacion de placas de circuito impreso

1.) El lado de cobre del material basico tiene que ser limpio y libre de grasa. Para
este fin, se necesita limpiar con polvos para fregar de uso doméstico o una esponja
para fregar, lavar y secar.

2.) La superficie limpiada de esta manera, no se debe tocar mas con los dedos.
Los conductores protegidos y los ojales para soldar que se deben conservar
después cauterizar, se dibujan sobre el lado de cobre con un lapiz de laca (p. €j.
Edding 3000, Edding 400 etc.). Vd. puede también utilizar un pincel con otro barniz
(nitrolaca). Simbolos adhesivos que se aplican por frote directamente sobre la placa
son muy adecuados también.

3.) Después haber preparado la placa asi, la placa puede ser cauterizada. Para este
fin, se necesita disolver el caustico (A100) en aprox. 0,5 | agua caliente (aprox. 50°C
a 60°C) segln la instruccion. Llenar la escudilla de trabajo del solucién caustico a
mitad y meter la placa con el lado de cobre hacia arriba. Entonces el baio caustico
se debe mover un poco y continuamente para acelerar el proceso caustico. Luego
que todas las superficies de cobre que no se necesitan se han quitado con el
corrosivo, sacar la placa del bafo caustico y lavarla con agua corriente. Después
quitar el barniz con polvos para fregar de uso doméstico o papel de esmeril de
los conductores protegidos como se ha descrito en 1.). Pues las vias de cobre son
desnudas y se pueden soldar.

4.) Entonces, es posible perforar agujeros y equipar la placa.

Instruction de travail pour fabriquer des plaquettes a circuits imprimés

1.) La face de cuivre du support isolant doit étre propre et exempt de graisse.
Alors il faut nettoyer la face de cuivre avec du poudre a écurer domestique ou une
serpilliére et ensuite il faut la rincer et sécher.

2.) Ne touchez plus la surface nettoyée avec les doigts.

Dessinez les pistes conductives et les pastilles qui doivent étre conservés aprés la
gravure avec un crayon de laque (p.ex. Edding 3000, Edding 400 etc.) sur la face
de cuivre. Vous pouvez aussi utiliser un autre pinceau avec une autre laque (laque

G| Sicherheitshinweise:
Bitte schiitzen Sie lhren Kérper vor Beriihrung mit den Atzchemikalien und dem
Entwickler. Bitte verwenden Sie grundsatzlich bei den Arbeiten geeignete Gummi-
handschuhe und eine Schutzbrille. Die gebrauchten Chemikalien kénnen mehrfach
verwendet werden. Bitte bewahren Sie die Chemikalien in einem gut verschlossenen,
entsprechend beschrifteten Kunststoffbehalter auf. Nach mehrmaligem Gebrauch sind
die Chemikalien verbraucht und missen mit entsprechender Kennzeichnung bei der
Sondermull-Entsorgung zugefiihrt werden. Die Chemikalien dirfen nicht in den Abfluss
gegossen werden. Sollten trotz aller VorsichtsmafRnahmen lhre Hande oder andere
Kdrperteile mit den Chemikalien in Berlihrung gekommen sein, so spllen Sie sofort die
entsprechenden Koérperteile unter flieBendem Wasser griindlich ab.
GB | Safety instructions:
Protect your body from contact with the etchant and developer. Please do always wear
appropriate rubber gloves and safety glasses during work. The applied chemicals may
be used several times. Keep the chemicals in a tightly closed plastic container which
is marked accordingly. After repeated use the chemicals are used up and have to be
handed over to the hazardous waste disposal after having marked them appropriately.
The chemicals may not be poured into the drain. In case your hands or other parts of
your body got into contact with the chemicals in spite of all precautionary measures,
rinse the concerned parts of your body thoroughly under running water.
E | Instrucciones de seguridad:

{s muy importante proteger su cuerpo contra contactos con el caustico y el revelador.

Siempre utilizar guantes procedas de goma y gafas de proteccién durante el trabajo.
Las sustancias quimicas que se emplean, se pueden utilizar algunas veces. Almacenar
los productos quimicos en un depdsito plastico bien cerrado y marcado conforme a
eso. Después haber utilizado las sustancias quimicas algunas veces, seran consumidas
y se deben entregar al aprovechamiento de basuras especiales con rotulacion
correspondiente. No se permite derramar los productos quimicos en el desagle. En
caso de contacto con las manos o otras partes del cuerpo - a pesar de todas las medidas
de precaucion - lavar bien las partes del cuerpo concernidas con agua corriente.

F | Instructions de sécurité:

Protégez votre corps contre le contact avec l‘agent caustique et le révélateur. Portez
toujours des gants en appropriées caoutchouc et des lunettes protectrices pendant
le travail. Les substances chimiques peuvent étre utilisées plusieurs fois. Gardez
les produits chimiques dans un récipient plastique qui est bien serré et marqué
conformément. Aprés avoir utilisé plusieurs fois, les substances chimiques seront
épuisées et il faut les délivrer marquées conformément a I‘évacuation des déchets
spécials. Il est interdit de verser les produits chimiques dans la voie d‘écoulement. Si
malgré toutes les mesures de précaution, vos mains ou d‘autres parties du corps ont
entré en contact avec les produits chimiques, il faut les rincer avec de |‘eau courante.
NL | Aanwijzingen voor de veiligheid:

U moet Uw lichaam beschermen tegen aanraking met de etschemicalién en de
ontwikkelaar. Gebruikt U in principe bij het werk steeds passende rubberhandschoenen
en een beschermbril. De gebruikte chemicali€én kunnen meerdere keren gebruikt

worden. De chemicalién moeten in een goed afgesloten kunststoftank met teh
bewaard worden. Na meermaals te zijn gebruikt zijn de chemicalién verbruikt en moet
men ze met een dienovereenkomstige aanduiding bij de afhaling van bijzondere afval,
meegeven. De chemicalién mogen niet in de afvoer worden gegoten. Indien ondanks
alle voorzorgsmaatregelen Uw handen of andere lichaamsdelen met de chemicalién
in aanraking zijn gekomen, dan moeten de betreffende lichamsdelen onder stromend
water grondig afgespoeld worden.

RUS | UHCTpyKuuMA no 6e3onacHOCTH TpyAa:

Moxanyicta wu3beranTte AOOOW KOHTAKT MAM COMPUKOCHOBEHWE C XMMUYECKUM
MaTepuanoM, NpeAHasHauYeHHbIM AAA MPOSIBAEHUA W TpaBAeHUst naat. O6s3atenbHO
MCMOAB3YITE NpU paboTe C 3TUMKM MaTepuaramMu COOTBETCTBYIOLLME PeE3NHOBbIE
nepyatkM W 3aluTHble O4YKW. PacTBopbl AAS MPOSABAEHUS U TPaBAEHUS MOXHO
MCMNOABb30BaTh HECKOALKO pas3. AA XpaHEeHMS aTUX pacTBOPOB Bbl MOXeTe UCMOAb30BaTb
NAGCTMaCcCOBbIE, XOPOLIO 3aKPbIBAOLLMECH COCYAbl, KOTOPblE CAEAyeT 06A3aTeAbHO
noanucatb. locre MHOropasoBOro MNPUMEHEHWA pacTBOpa OH M3PacxXOAOBaH W
ero HeobxoAMO B COOTBETCTBUM C UHCTPYKUMEN MO TexHWke 6e3omacHOCTH cAaTb B
creunanbHbli NYHKT AASE XMMUYECKUX OTXOAOB. XMMMUYECKUE BellecTBa 3anpeLiaercs
BblbpacbiBaTb B MeCTa AA KOMMYHaAbHbIX OTXOAOB MAW BbIAUBATb B KAHAAM3aLMOHHYIO
cuctemy. EcAn He cMOTpS Ha BCe Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTU XMMUYECKUIA pacTBOP nonaa
Ha Baluun pyku UAK APYTYHO YacTb TeAa, ero HE06XOAWMO CMbITb MPOTOYHOW BOAOW.

cellulosique). Des symboles adhésifs qu‘on frotte directement sur la plaquette sont
aussi trés aptes.

3.) Aprés avoir preparé la plaquette de cette maniére, on peut la graver. Pour cela il
faut résoudre I‘agent de gravure ci-joint (A100) en env. 0,5 | de I‘eau chaude (env.
50°C a 60°C) selon I‘instruction. Remplissez la coupe de travail ci-inclus a moitié
avec solution de gravure et mettez la plaquette avec la face de cuivre contre-haut
dedans. Maintenant agitez le bain caustique un peu et de fagon continu pour ac-
célérer le procédé de gravure. Aussitot que toutes les surfaces de cuivre qui ne
sont pas nécessaires seront corrodées, enlevez la plaquette du bain caustique et
ensuite il faut la laver avec de I‘eau courante. Maintenant éliminez la laque des
pistes conductives qui ont resté avec du poudre domestique a écurer ou du papier
d‘émeri comme décrit a 1.). Alors les bandes de cuivre sont dénudées et on peut
effectuer le brasage.

4.) Maintenant vous pouvez percer des trous et équiper la plaquette.

Handleiding voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen

1.) Het basismateriaal moet aan de koperzijde schoon en vetvrij zijn. Daartoe
wordt de koperzijde met een huishoudelijk schuurmiddel, of met een schuurspons
gereinigd, gespoeld en gedroogd.

2.) De op deze manier gereinigde opperviakte mag niet meer met de vingers
aangeraakt worden.

De geleidingssporen en de soldeerogen, die na het etsen over moeten blijven, worden
nu met een lakstift (bijv. Edding 3000, Edding 400 enz.) aan de koperzijde aangebracht.
U kunt ook een penseel met een andere laksoort (nitrolak) gebruiken. Ook zijn
aanwrijfplaksymbolen, die direkt op de printplaat gewreven worden, zeer geschikt.

3.) Wanneer de printplaat zover voorbereid is, kan hij geetst worden. Daartoe wordt
het bijliggende etsmiddel (A100), volgens de handleiding, in ong. 0,5 Ltr. warm
water (ong. 50°C tot 60°C) opgelost. De bijliggende werkschaal wordt half met
het etsoplossing gevuld en de printplaat wordt er met de koperzijde naar boven
in gelegd. Het etsbad moet nu steeds bewogen worden, zodat de etsprocedure
sneller verloopt. Wanneer alle niet benodigde koperopperviaktes weggeetst zijn,
wordt de printplaat uit het etsbad gehaald en onder stromend water zorgvuldig
afgespoeld. Daarna wordt de lak van de overgebleven geleidingssporen, zoals onder
1.) beschreven, met een huishoudelijk schuurmiddel, of schuurpapier verwijderd.
De kopersporen zijn nu blank en geschikt om te solderen.

4.) Nu kunnen de gaten geboord en de onderdelen op de printplaat aangebracht
worden.

WHCTPYKUMA NO U3rOTOBAEHUIO NeYaTHOM NAATbI

1.) MeAHOE NOKPbITUE OCHOBHOM NAGTLI AOAXHO BbiTb OUMLLIEHHBIM OT MbIAK U XUPHbBIX
nATeH. AAS 3TOr0 MEAHYH NOBEPXHOCTb HEOOX0ANMO 06paboTaTh MEAKON HaXAAUHON
6ymMaroi MAM HaXAauHoOM NacToi, a 3a TeM TLLATeAbHO NPOMbITb M BbICYLLUWTb.

2.) OunLLEHHYO TaKUM 06pa3oM NOBEPXHOCTb NAATbI 3anpeLLaeTca Tporatb pykamu.
AOPOXKH, KOTOPbIE MOCAE TPABAEHWSA AOAKHbBI OCTaTbCA Ha NAaTe, CAEAYET Hap1coBaTh
AaKOM UAK dromacTepom (Hanp. Edding 3000, Edding 400 u 1.n.). Bbl Tak xe moxeTe
TOHKOW KMCTOUYKOM HapucoBaTb AOPOXKU W APYTMM Aakom (HUTpoaak). Adhesive
symbols which are rubbed directly onto the board are very suitable, too.

3.) EcAu neuatHas nAata TakuM 006pPa3oM MOAMOTOBAEHA, TO €€ MOXHO TPaBMTb.
Martepuan ArA TpaBaenus (,Atzmittel“) pacTBopuTe B COOTBETCTBMM C MHCTPYKUMEN
npubAnanTenbHo B 0,5 AuTpe ropsadeit Boabl (50° - 60° Lieabcus). MPUAOXKEHHYHO AAS
TPaBAEHUSA YalleyKy HaAMOAHWUTE A0 MOAOBUHBI FOPAYMM PACTBOPOM M MOAOXMUTE Tyaa
neyaTHyto Cxemy AOPOXKaMM1 BBEpX. Tenepb yalleuky HEOOXOAMMO NOCTOSHHO CAErka
NMOKaUMBaTh A TOrO, YTOObl TPAaBAEHUE MPOUCXOAMAO ObicTpee. MocAe OKOHYAHMS
TPaBAEHUS (Ha MeyaTHOM NAaTE BUAHbI TOABKO AOPOXKM) MAATy CAEAYET YAAAUTb W3
pacTBopa v TWATEABHO MPOMbITb MOA CTPYEN BOAbI. MOCAE 3TOro AaK CAEAYET YAAAUTb
Kak ObINO yKa3aHO Bbile B N.1 Npy NOMOLUM HaXAAUHOW Bymarn MAM HaxAauyHOM
nactbl. MeAHble AOPOXKU AOAXHbBI BbITb UNCTBIMU U NPUTOAHBIMU AAS MAVKU.

4.) Tenepb MOXHO MPOCBEPAUTb HYXHble OTBEPCTBUA B MAATE M MpunasTb
HEOBXOAUMbBIE KOMMOHEHTBI.



D | Arbeitsanleitung fur fotopositive Platinen
GB | Working instruction for photopositive boards
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D | Schutzbrille, Gummihandschuhe

und Kunststoffpinzette verwenden!
GB | Use safety glasses, rubber gloves
and plastic forceps!

Arbeitsanleitung fiir fotopositive Platinen

1. Die fotopositive Platine wird auf das gewlinschte Format zugeschnitten. In
einem schwach beleuchteten (abgedunkelten) Raum, wird die Lichtschutzfolie
der Platine entfernt.

2. Zum Belichten wird die Fotoplatine mit der lichtempfindlichen, lackierten
Seite nach oben, auf eine feste Unterlage gelegt. Dartber wird der Film (Layout)
gelegt. Auf diesem Film sind alle Leiterbahnen schwarz lichtundurchlassig
und alle Zwischenrdume sind transparent. Uber diesen Film wird eine
Glasplatte gelegt, damit der Film plan aufliegt und nicht verrutschen kann. Im
abgedunkelten Raum wird die Vorlage jetzt mit einer starken Lampe (1000
W Halogenstrahler, Braunungslampe oder UV-Lampe) ca. 3 - 10 Minuten
belichtet. Je schwéacher die Lichtquelle ist desto langer muss belichtet werden.
Der Abstand der Lampe sollte min. 30 cm betragen. Die fur Sie gunstigsten
Belichtungszeiten mussen durch Experimente erprobt werden. Diese sind stark
abhangig von der verwendeten Lampe.

3. Nach der Belichtung muss die Platine entwickelt werden. Dazu wird der Ent-
wickler entsprechend der Arbeitsanleitung in 1 | Wasser aufgeldst. Die Platine
wird in diese Entwicklerflissigkeit eingetaucht. Nach kurzer Zeit 16sen sich die
Lackteile, die nicht schwarz abgedeckt wurden, ab. Eventuell muss die Platine
dabei leicht bewegt werden. Sobald nur noch die Leiterbahnen stehen geblieben
sind, wird die Platine aus dem Entwicklerbad heraus genommen und unter
flieBendem Wasser gut abgespllt.

Bei dieser Arbeit verwenden Sie bitte unbedingt eine Schutzbrille, Gummi-
handschuhe und unsere beiliegende Kunststoffpinzette.

4. Das Atzmittel I6sen Sie bitte gemaf Anleitung in ca. 0,5 | warmen Wasser
(50°C bis 60°C) auf. Das Atzmittel hat im warmen Zustand die hdchste Atzkraft.
Die beiliegende Atzschale fiillen Sie ca. zur Halfte mit der warmen Atzlésung
und legen die Platine mit den Leiterbahnen nach oben hinein. Die Schale
muss nun standig leicht bewegt werden, damit die Platine schnell geatzt wird.
Nachdem die Platine fertig geatzt ist (es stehen nur noch die Leiterbahnen auf
der Platine), wird die Platine unter flieBendem Wasser sorgfaltig gespllt. Die
Platine wird dann mit einem Tuch getrocknet und kann gebohrt und bestlckt
werden.

Bitte benutzen Sie beim Arbeiten mit dem Atzmittel unbedingt Gummihand-
schuhe, eine Schutzbrille fiir die Augen und die beiliegende Plastikpinzette.

Working instruction for photopositive boards
1. Cut the photopositive board to the desired size. Remove the light protection
foil from the board in a weakly illuminated (darkened) room.

2. Put the photoboard with the light-sensitive, lacquered side upward onto a
firm padding for exposition. Place the film (layout) above it. On this film all strip
conductors are black and impervious to light and all gaps are transparent. A
glass plate is placed over the film to ensure that the film leans plainly on and
may not get out of place. Subsequently expose the film with a powerful lamp
(1000 W halogen lamp, tanning lamp or UV-lamp) for approx. 3 - 10 minutes in
a darkened room. The weaker the light source, the longer will be the exposure
time. The distance of the lamp should be at least 30 cm. You have to find out
the most favourable exposure times by experiments. They depend to a large
extent on the applied lamps.

3. After exposition, the board has to be developed. For this purpose, dissolve
the developer in 1 | of water acc. to the working instruction. Immerse the
board into this developer. After a short time, the lacquered parts which were
not covered black will separate. If necessary, the board may be moved slightly
during this process. As soon as only the strip conductors remain standing,

remove the board from the developing bath and rinse well under running water.
It is very important to wear safety glasses and rubber gloves during this
work and to use our attached plastic forceps.

4. Dissolve the corrosive in approx. 0,5 | of warm water (50°C to 60°C) acc. to
the instruction. In a warm condition the corrosive develops the highest causti-
city. Fill the enclosed working bowl to the half with the warm etchant and place
the board into this solution with the strip conductors upward. Now the bowl has
to be moved slightly and continuously in order to engrave the board quickly. Af-
ter the board is engraved (only the strip conductors remain on the board), rinse
the board thoroughly under running water. After drying the board with a cloth, it
can be drilled and equipped.

It is absolutely necessary to wear rubber gloves and safety glasses while
handling the corrosive and to use the enclosed plastic forceps.

Instruccion de trabajo para placas con fotoemulsion
1. Cortar la placa con fotoemulsion a la medida deseada. Después se saca la
hoja protector de la luz de la placa en un cuarto poco iluminado (oscurecido).

2. Para exponer, poner la fotoplaca con el lado fotosensitivo y esmaltado
hacia arriba sobre una base sélida. Pues la pelicula (layout) se debe poner
sobre eso. Sobre esta pelicula todos los conductores protegidos son negros
y impermeable a la luz y todos los huecos son transparentes. Entonces una
placa de vidrio tiene que ponerse sobre la pelicula para que la pelicula se
apoye planamente y no puede deslizarse. Exponer la pelicula con una lampara
fuerte (1000 W faro de halégeno, lampara para broncear o lampara UV) para
aprox. 3 - 10 minutos en un cuarto obsurecido. Lo mas débil la fuente de luz, lo
mas larga sera el tiempo de exposicion. La distancia de la lampara debe ser 30
cm al minimo. Ensayar los mejores tiempos de exposicion por experimentos. El
tiempo de exposicion depende mucho de la lampara que se utiliza.

3. Después la exposicion, la placa debe ser revelada. Para este fin, disolver
el revelador en 1 | de agua segln la instruccion de trabajo. Sumergir la placa
en el liquido para revelar. Después poco tiempo, las partes de laca que no
estaban cubierto negro desatan. Eventualmente es necesario de mover la
placa un poco. Luego que solamente los conductores protegidos se detienen,
la placa se saca del bano revelador y se debe lavar con agua corriente.
Durante este trabajo es muy importante gastar gafas de proteccion y guan-
tes de goma y utilizar las pinzas de plastico incluso.

4. Disolver el caustico en aprox. 0,5 | agua caliente (50°C a 60°C) segun la
instruccion. En estado caliente, el caustico desarrolla su mejor causticidad.
Llenar la escudilla caustica incluso de la caliente solucion caustica aprox. a la
mitad y meter la placa con los conductores protegidos hacia arriba. La escudil-
la se debe mover un poco para que la placa sea cauterizada de prisa. Después
haber cauterizado la placa (hay solamente los conductores protegidos sobre
la placa), lavar la placa con agua corriente. La placa se seca con una tela y
entonces puede ser perforada y equipada.

Por favor, utilize Vd. guantes de goma, gafas de proteccion y las pinzas de
plastico incluso durante trabajar con el caustico.

Instruction de travail pour des plaquettes photoplaquées

1. Coupez la plaquette photoplaquée a dimension desirée. Enlevez la feuille
pour plaques photographiques de la plaquette dans une chambre peu illuminée
(obscurcie).

2. Pour exposer, il faut mettre la photoplaquette avec le cté sensible et laqué
contre-haut sur une ferme base. Mettez le film (layout) au-dessus. Sur ce film

toutes les pistes conductives sont noires et opaques et tous les espaces sont
transparents. Puis il faut mettre une plaque de verre au-dessus du film afin que
le film soit bien couché et ne puisse pas décentrer. Maintenant il faut exposer
le film dans une chambre obscurcie avec une lampe forte (1000 W lampe a
halogéne, lampe a bronzer ou une lampe a rayons ultraviolets) pendant env.
3 - 10 minutes. Le plus faible sera la source lumineuse, le plus long sera
le temps de pose. La distance de la lampe doit étre 30 cm au moins. |l faut
essayer les temps de pose les plus favorables par des experiments. Le temps
de pose dépend beaucoup de la lampe utilizée.

3. Aprés I‘exposition, il faut développer le film. Alors il faut résoudre le révélateur
dans 1 | de I‘eau selon linstruction de travail. Plongez la plaquette dans ce
bain de développement. Aprés peu de temps, les parts laqués qui n‘étaient
pas couverts noire commengent a détacher. Eventuellement, il faut agiter la
plaquette un peu. Aussitdt que seulement des pistes conductives restent, enle-
vez la plaquette du bain de développement et lavez la avec de I‘eau courante.
Pendant ce travail il est indispensable de porter des lunettes protectrices et
des gants en caoutchouc et d‘utilizer la pince plastique ci-joint.

4. |l faut résoudre l‘agent de gravure en env. 0,5 | de I‘eau chaude (50°C
a 60°C) selon l‘instruction. En état chaud, I‘agent de gravure développe la
meilleure causticité. Remplissez la coupe caustique ci-inclus a moitié avec la
chaude solution de gravure et mettez la plaquette avec les pistes conductives
contre-haut dedans. Maintenant il faut agiter la coupe un peu et de fagon con-
tinu afin que la plaquette soit gravée vite. Aprés avoir gravé la plaquette (il y a
seulement les pistes conductives sur la plaquette), il faut la laver avec de I‘eau
courante. Séchez la plaquette avec un torchon et ensuite vous pouvez percer
et équiper la plaquette.

Il est trés important de porter des gants en caoutchouc et des lunettes
protectrices et d‘utiliser la pince plastique ci-joint pendant travailler avec
I‘agent de gravure.

Handleiding voor het werken met lichtgevoelige printplaten

1. De printplaat met de lichtgevoelige laag wordt op het gewenste formaat
gemaakt. In een zwak verlichte (verduisterde) ruimte wordt de folie voor de
bescherming tegen licht van de printplaat verwijderd.

2. Voor het belichten wordt de fotoprintplaat met de lichtgevoelige en gelakte
zijde naar boven, op een vaste onderlaag gelegd. Daarop wordt de film (layout)
gelegd. Op deze film zijn alle geleidingssporen zwart en laten geen licht door,
terwijl de ruimtes daartussen transparent zijn. Op deze film wordt een glasplaat
gelegd, zodat de film plat licht en niet kan verschuiven. In de verduisterde
ruimte wordt het origineel nu met een sterke lamp (1000 W-Halogeenstraler,
bruiningslamp of UV-lamp) ong. 3—10 minuten belicht. Hoe zwakker de
lichtbron is, hoe langer belicht moet worden. De afstand tot de lamp moet min.
30 cm bedragen. De voor U gunstigste belichtingstijden moeten experimenteel
vastgesteld worden. Deze zijn sterk afhankelijk van de gebruikte lamp.

3. Na de belichting moet de printplaat ontwikkeld worden. Daartoe wordt de
ontwikkelaar volgens de handleiding in 1 Ltr. water opgelost. De printplaat
wordt in deze ontwikkelvloeistof gelegd. Na korte tijd laten de lakdelen, die
niet met zwart bedekt werden, los. Eventueel moet de printplaat diertoe licht
bewogen worden. Zodra alleen de geleidesporen overgebleven zijn, wordt de
printplaat uit het ontwikkelbad genomen en onder stromend water afgespoeld.
Bij dit werk moet U absoluut gebruik maken van een beschermbril, rubber-
handschoenen en ons kunststofpincet.

4. Het etsmiddel moet U volgens de handleiding oplossen in ong. 0,5 Ltr. warm
water (50°C tot 60°C). Het etsmiddel heeft in warme toestand de sterkste
etswerking. De bijliggende etskom vult U voor ongeveer de helft met de warme

etsoplossing en dan legt U de printplaat met de geleidesporen er in. De kom
moet nu steeds licht worden bewogen, zodat de printplaat snel geetst wordt.
Nadat de printplaat kant en klaar geétst is (alleen de geleidesporen zijn op de
printplaat nog zichtbaar), wordt de printplaat onder stromend water zorgvuldig
afgespoeld. De printplaat wordt dan met een doek gedroogd en kan dan ge-
boord en de onderdelen opgesteld worden.

Bij het werken met het etsmiddel moeten absoluut rubberhandschoenen,
een beschermbril voor de ogen en het bijliggende kunststofpincet gebruikt
worden.

MHCprKuMﬂ no 06pa601'Ke nevyaTHbIX NAQT C ¢OT0‘IyBCTBMTeI\beIM CAOEM
1. C Hayana HeoOXOAMMO BbIpe3aTb W3 TMevyaTHOM MAaTbl, MOKPbLITOM
$OTOUYBCTBUTEABHBIM CAOEM, MAATYy C XeAaeMbiMU rabaputamu. B caabo
OCBELLEHHOM MecTe (3aTEMHEHHasi KOMHaTa) HeOBXOANMO YAAAWUTb C MeyaTHOWM
NAaTbl CBETO3ALUUTHYIO MAEHKY.

2. A\ 3KCMIOHMPOBaHUS (06AYUEHUST) HEOOXOAMMO MeYaTHyo NAATY MOAOXWTb Ha
TBEPAYIO MAOCKOCTb GOTOUYBCTBUMTEABHOM CTOPOHOM BBEPX. [1OTOM Ha neyaTHyto
CcXxeMmy HaknapblBaeTcsl MAeHKa (Layout). Ha aTtov naeHke BCe TOKONPOBOASLLME
AOPOXKMW YepHble — CBETOHEMPOHMLAEMbIE, @ OCTaAbHblE MECTa MPO3payHbIe.
Ha nAeHKy HaknapbiBaeTcsi CTEKAO, UTOObl MAEHKA MAAHOMEPHO Aexana Ha
nAaTe U He MOrA@ CAyYaliHO CABMHYTbCA. B chaboocBeLLEHHOM MecTe AaHHYH
KOCTPYKLMIO HEOBXOAMMO MPKU MOMOLLM CUABHOM Aamnbl (1000 BaTT raroreHHas
AaMna, AaMna AAS 3arapa AU Aamna yabTPadUOAETOroro CBeTa) 3KCNOHUPOBaTh
B TeUeHUU npubanautenbHo 3 - 10 MUHYT. Yem cnabee MOLLHOCTb AaMribl,
TEM AOAbLUE HY)XXHO 3KCMOHMPOBATb. PacctosiHMe OT AaMnbl A0 NAATbl AOAKHO
6biTb He MeHee 30 cM. Bpems obayueHuss Bam HeobBXOAMMO OMPEAMAUTH
3KCNEPUMEHTAAbHBIM MyTeM. Pe3yAbTatbl 3KCMEPUMEHTa CUAbHO 3aBUCAT OT
MCMOAb3YEMOI AaMIbl.

3. MNocae 3KCNo3ULMKU HEOBXOAMMO CAeAaTb MPOSIBAEHWE MEUYaTHOM CXEMb.
AAS 3TOFO NPOSIBUTEAb B COOTBETCTBMM C paboueit MHCTPYKUMen HeobxoAnmo
pacTBOpuUTb B 1 AUTPE BOAbl. B A@HHBIM XUAKUIA NPOSIBUTEAb CAEAYET OKYHYTb
neyatHyto naaty. Yepes HeKOTOpoe BPEMS AaK, KOTOPbIM He OblA MOKPLIT
YepHbIMU AOPOXKaMMU, HAYHET pacTBopsATcs. MHoraa pekomeHAyeTcs NAaTUHY
HEMHOXKO LUEBEAUTb. [10CAE TOrO, Kak NMPOBOASILLIME AMHHU NPUOBPETYT YETKYHO
dopMy, NAATY U3 XMAKOCTU CAEAYET YAQAUTH U TLLATEABHO MPOMBbITh MOA CTpyeW
BOAbI.

Ans 3TOM paboTbl UCMOAL3YITE 06A3aTEAbHO 3aLUUTHbIE OYKU, PE3UHOBbIE
nepuyaTku U NPUAOXKEHHBIN K MOCTaBKe NMAaCMacCOBbIN MUHLET.

4. Matepuan AnA TpaBaeHus (,Atzmittel“) pacTBopuTe B COOTBETCTBUM C
WHCTPYKLUMen npnbansutensHo B 0,5 avtpe ropsadert Boabl (50° - 60° Lieabcus).
PacTBop AAA TpaBAEHUS WMeeeT B TENAOM COCTOSIHUM CaMblii  CUABHbIN
3dpdeKT. [PUAOKEHHYIO AAA TPABAEHMS Yalleyky HamoAHUTE AO MOAOBUHbI
ropsiuMM pacTBOPOM M MOAOXMTE TyA@ MEYaTHY0 CXEMY AOPOXKaMW BBEPX.
Tenepb yalleyky HEOOXOAMMO MOCTOSAHHO CAErka MokauvMBaTb AAS TOFO, YTOObI
TpaBAEHUE NPOUCXOAUNAO BbicTpee. MocAe OKOHYaHUS TPaBAEHWA (Ha NeYyaTHOM
nAaTe BUAHbI TOABKO AOPOXKM) MAGTY CAEAYET YyAAAWUTb U3 pacTBopa U TLLATEABHO
NPOMbITb MOA CTPyei BOAbl. Tenepb MOXHO NPOCBEPAUTb BCE HEOOXOAMMbIE
OTBEPCTUSA B NAATE U MPUCTYMUTb K MOHTaXy KOMMOHEHTOB.

Ana 310 paboTbl UCNOAb3YHUTE 06513aTEAbHO 3alUUTHbIE OYKU, PE3UHOBbIE
nepyaTKy U NPUAOXKEHHDBIN K NOCTaBKe NAACMaccOBbIi MUHLET.
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